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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Anordnung und Verfahren zur Identifikation von Substraten 

© Eine Anordnung zur Identifikation eines Substrates (S) 
mit mindestens einer Identifikationsmarkierung (I), um- 
fassend: 

einen Drehteller (2) zum Drehen eines darauf abgelegten 
Substrates (S) r 

eine Beleuchtungsquelle (4) und eine Empfangseinrich- 
tung (5) zu m Bewerten der Intensitat des von der Beleuch- 
tungsquelle (4) ausgehenden Lichtes, wobei die Randzo- 
ne des auf dem Drehteller <2) abgelegten Substrates (S) 
bei dessen Drehung die auf die Empfangseinrichtung (5) 
treffende Uchtintensitat beeinfluftt, 

eine Einrichtung (6) zum Lesen der Identifikationsmarkie- 
rung (!) mit einem Erfassungsbereich <E) und 
eine Recheneinrichtung, die eine Stellgrofie fur einen 
Korrekturdrehwinkel um die Drehachse (A) zur Ausrtch- 
tung der Identifikationsmarkierung (I) in bezug auf den Er- 
fassungsbereich (E) sowie eine StellgroSe fur eine Kor- 
rekturbewegung der Veranderung der Position des Erfas- 
sungsbereiches (E) in bezug auf die Drehachse (A) bzw. in 
bezug auf die Ist-Lage der Identifikationsmarkierung (I) 
berechnet und an eine Stelleinrichtung ausgibt. 
Weiterhin wird ein entsprechendes Identifikationsverfah- 
ren beschrieben. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur 
Identification eines Substrates, insbesondere eines Halblei- 
terwafers, mit mindestens einer Identifikationsmarkierung, 
die sich in vorgegebener Lage zu einer Positionsmarke an 
der Randzone des Substrates befindeL Weiterhin bezieht 
sich die Erfindung auf ein entsprechendes Verfahren. 
[0002] In vielerlei Anwendungsfallen ist es erforderlich, 
ein Substrat wie beispielsweise einen Halbleiterwafer mit 
Hilfe einer auf dem Substrat befindlichen Markierung zu 
idendfizieren. Diese Markierung wird bevorzugt in einem 
automatisierten Verfahren ausgelesen. Theoretisch ist es 
mogiich, die gesamte Rache des Substrates abzuscannen 
und die erfafiten Informationen auszulesen. Hierzu sind die 
erfaBten Informationen mit geeigneten Bildverarbeitungs- 
verfahren zu bearbeiten, um zunachst die Markierung aufzu- 
finden und dann deren Inhalt zu erkennen. 
[0003] In der Regel sind die Identifikationsmarkierungen 
im Vergleich zu der GroBe des Substrates jedoch sehr klein. 
Mit der vorstehend eriauterten Vorgehensweise erhielte man 
eine groBe Arizahl nutzloser Informationen. Dies wurde zu 
einem hohen Rechenaufwand ftihren, so dafi verhaitnisma- 
Big viel Zeit benotigt wurde, um ein Substrat zu idendfizie- 
ren. 

[0004] Aus diesern Grunde wird bisher vor einem Lesen 
der Identifikationsmarkierung, deren Lage auf dem Substrat 
an sich bekannt ist, zunachst das Substrat einer Vorausrich- 
tung unterworfen, die in der Literatur auch als "Prealigning" 
bezeichnet wird. So sind beispielsweise in der 
US 5,870,488 A Prealigning- Verfahren beschrieben, bei de- 
nen ein zu identifizierendes Substrat zunachst in unzentrier- 
ter Lage auf einem Drehtelier abgelegt wird. Durch ein an- 
schlieBendes Drehen des Substrates wird dessen Exzentrizi- 
tat in bezug auf den Drehtelier bestimmt und anschlieBend 
eine Lagekorrektur des Substrates auf dem Drehtelier durch 
eine Verschiebung des Substrates vorgenommen, so daB her- 
nach das Substrat zu dem Drehtelier zentriert ist. 
[0005] Wie in der US 5,870,488 A ausgefuhrt wird, ist 
diese Verfahrensweise, die beispielsweise aus der 
US 5,238,354 A bekannt ist, aufgrund des dort benotigten 
zweistufigen Ausrichtungsverfahrens sehr aufwendig. 
[0006] Als Alternative hierzu wird in der US 5,870,488 A 
vorgeschlagen, wahrend des Zufuhrens des Substrates zu 
dem Drehtelier dessen tatsachliche Lage zu erfassen und be- 
reits bei einem nachfolgenden Abiegen auf den Drehtelier 
eine Korrektur vorzunehmen. Dies hat zur Folge, daB das 
Substrat stets konzentrisch zu dem Teller abgelegt wird. 
Durch eine Drehung des Tellers kann die Winkeilage des 
Substrates erfaBt werden, womit dann samtliche Informatio- 
nen abgeleitet werden konnen, die benotigt werden, um die 
Identifikationsmarkierung im Erfassungsbereich einer 
OCR-Kamera (OCR = optical character recognition)zu pla- 
zieren. Auch hier ist so mit vor dem eigentlichen Identifika- 
tionsvorgang eine sehr genaue Positionierung des Substrates 
auf dem Drehtelier erforderlich. Das in der US 5,870,488 A 
vorgeschlagene Identifikationsverfahren erfordert folgiich 
einen ersten MeBvorgang mit einem anschlieBenden Be- 
rechnungsschritt, ein darauf folgendes sehr genaues Able- 
gen des Substrates auf dem Drehtelier, einen erneuten MeB- 
vorgang mit einem anschlieBenden Berechnungsschritt und 
abschlieBend ein Anfahren der Markierung, die dann in be- 
kannter Art und Weise ausgelesen wird. 
[0007] Von diesern S tand der Technik ausgehend liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Auslesen einer Identi- 
fikationsmarkierung an einem Substrat der eingangs be- 
schriebenen Art zu vereinfachen. 

[0008] Diese Aufgabe wird gelost durch eine Anordnung 
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zur Identifikation eines Substrates, insbesondere eines Halb- 
leiterwafers, mit mindestens einer Identifikationsmarkie- 
rung, die sich in vorgegebener Lage zu einer Positionsmarke 
an der Randzone des Substrates befindet, umfassend: 
5 einen Drehtelier zum Drehen eines darauf abgelegten Sub- 
strates um eine Drehachse, 

eine Beleuchtungsquelle und eine Empfangseinrichtung 
zum Bewerten der Intensitat des von der Beleuchtungs- 
quelle ausgehenden Lichtes, wobei Beleuchtungsquelle und 
10 Empfangseinrichtung so angeordnet sind, daB die Randzone 
des Substrates bei Drehung die auf die Empfangseinrichtung 
treffende Lichtintensitat beeinfluBt, 

eine Einrichtung zum Lesen der Identifikationsmarkierung 
mit einem Erfassungsbereich, der lediglich einen Teilbe- 
15 reich des auf dem Drehtelier abgelegten Substrates erfaBt, 
wobei die Position des Erfassungsbereichs relativ zur Dreh- 
achse veranderbar ist, und 

eine Recheneinrichtung, die aus den wahrend der Drehung 
ermittelten Intensitatsanderungen eine SteilgroBe fur einen 

20 Korrekturdrehwinkel um die Drehachse zur Ausrichtung der 
Identifikationsmarkierung in bezug auf den Erfassungsbe- 
reich sowie eine SteilgroBe fur eine Korrekturbewegung zur 
Veranderung der Position des Erfassungsbereiches in bezug 
auf die Drehachse bzw. in bezug auf die Ist-Lage der Identi- 

25 fikationsmarkierung berechnet und an eine Stelleinrichtung 
•ausgibt. 

[0009] Mit der erfindungsgemaBen Anordnung entfallt die 
Notwendigkeit, das Substrat nach dem Abiegen auf dem 
Drehtelier zur Drehachse auszurichten. Dadurch wird das je- 
30 der Bewegung des Substrates immanente Risiko einer Be- 
schadigung bei der Handhabung des Substrates insgesamt 
verringerL 

[0010] Vor allem aber kann mit der erfindungsgemaBen 
Anordnung die Identifikationsmarkierung eines nicht kon- 
35 zentrisch auf dem Drehtelier abgelegten Substrates mit ho- 
her Geschwindigkeit aufgefunden und ausgelesen werden, 
ohne daB hierzu die Lage des Substrates relativ zu dem 
Drehtelier verandert werden muBte. 

[0011] Durch das gezielte Auffinden und Auslesen der 

40 Identifikationsmarkierung laBt sich iiberdies der Erfassungs- 
bereich der Leseeinrichtung sehr klein ausbilden, so daB die 
benotigte Zeit zur Auswertung der in dem Erfassungsbe- 
reich ausgelesenen Informationen sehr kurz ist. 
[0012] Zusammen mit dem eingesparten Positionierungs- 

45 vorgang fiir das Substrat relativ zu dem Drehtelier ergibt 
sich insgesamt eine sehr hohe Geschwindigkeit fiir einen ge- 
samten Ausiesevorgang einer Identifikationsmarkierung. In 
diesern Zusammenhang ist es weiterhin erwahnenswert, daB 
die Einstellung des Korrekturwinkels wie auch das Verfah- 

50 ren des Erfassungsbereiches gleichzeitig vorgenommen 
werden kann. Mit der erfindungsgemaBen Identifikationsan- 
ordnung, die vorzugsweise in Verbindung mit bei der Her- 
stellung von Halbleiterwafern verwendeten Vorrichtungen 
und Inspektionsgeraten eingesetzt wird, lassen sich hohe 

55 Durchsatzgeschwindigkeiten erzieien. 

[0013] AuBerdem konnen mit der erfindungsgemaBen An- 
ordnung Substrate unterschiedlichen Durchmessers verar- 
beitet werden. Dies ist lediglich eine Frage der Dimensio- 
nierung des Verfahrbereiches zwischen dem Erfassungsbe- 

60 reich und der Drehachse. 

[0014] Die Relativbewegung zwischen dem Erfassungs- 
bereich und der Drehachse wird vorzugsweise durch die Be- 
wegbarkeit des Erfassungsbereiches reaiisiert. 
[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 

65 ist die Leseeinrichtung an einem Schlitten angeordnet, der 
zur Drehachse hin und von dieser weg bewegt werden kann. 
Die Bewegung des Schlittens erfolgt bevorzugt in Abhan- 
gigkeit des benotigten Korrekturweges fur den Erfassungs- 



DE 10102 

3 

bereich der Leseeinrichtung. 

[0016] Letztere wird an die verwendeten Identifikations- 
markierungen angepaBt. Diese bestehen zumeist aus Buch- 
staben, Ziffern und ahnlichen Zeichen, so daB es vorteilhaft 
ist, wenn die Leseeinrichtung eine OCR-Einnchtung um- 5 
faBt, rnit der die Zeichen in der Markierung erkannt werden. 
Hiermit lassen sich bisweilen verwendete Binar-Codes 
ebenfails auslesen und identifizieren. 

[0017] In einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung sind die Beleuchtungsquelle und die Empfangs- io 
einrichtung derart einander gegeniiberliegend angeordnet, 
daB bei einer Drehung des Drehtellers die Randzone eines 
auf dem DrehteUer abgelegten Substrates in den auf die 
Empfangseinrichtung gerichteten Strahl der Beleuchtungs- 
quelle hineinragt. Auf diese Weise lassen sich die bei der 15 
Kennzeichnung von Halbleiterwafern ublichen Positions- 
marken in Form einer kleinen Kerbe oder eines geradlinig 
abgeschnittenen Randsegmentes besonders einfach erfas- 
sen, da diese sich durch eine Veranderung in dem iiber dem 
Positionswinkel der Drehachse gemessenen Intensitatsver- 20 
lauf deutiich bemerkbar machen. 

[0018] Die Empfangseinrichtung ist dabei vorzugsweise 
mit einer solchen Erstreckung in Radialrichtung in bezug 
auf die Rotationsachse ausgebildet, daB bei den ublicher- 
weise auftretenden Lageabweichungen des Substrates in be- 25 
zug auf die Drehachse der Rand des jeweiligen Substrates 
wahrend einer Drehung zu einer Beeinflussung des empfan- 
genen Lichtes fuhrt. 

[0019] Insbesondere dann, wenn Substrate unterschiedli- 
cher GroBen bzw. Durchmesser identifiziert werden sollen, 30 
ist es vorteilhaft, die Empfangseinrichtung in Richtung auf 
die Drehachse und von dieser weg bewegbar auszubilden, so 
daB trotz Verwendung einer verhaltnismaBig kleinen Emp- 
fangseinrichtung stets die aus der Lageabweichung resuitie- 
renden Schwankungen des Abstandes des Randes eines 35 
Substrates zu der Drehachse erfaBt werden konnen. 
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung sind die Emp- 
fangseinrichtung und die Beleuchtungseinrichtung an dem 
Schlitten der Leseeinrichtung vorgesehen. Die Doppelfunk- 
tion des Schlittens, namlich einerseits eine Verschiebung 40 
des Erfassungsbereiches der Leseeinrichtung zu errnogli- 
chen und andererseits die Beleuchtungseinrichtung und 
Empfangseinrichtung auf den Rand eines zu identifizieren- 
den Substrates auszurichten, erlaubt es, den konstruktiven 
und apparativen Aufwand der Anordnung bei gleichzeitig 45 
hoher Flexibilitat derselben in bezug auf unterschiedliche 
SubstratgroBen gering zu halten. 

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung ist die Leseeinrichtung zum Lesen von mehreren, 
auf einander gegeniiberliegenden Seiten des Substrates an- 50 
gebrachten Identifikationsmarkierungen ausgebildet. Darnit 
ist die Anordnung unabhangig davon, auf welcher Seite die 
Idendfikations markierung an einem Substrat angebracht ist. 
Insbesondere beim Einsatz der Anordnung im Zusammen- 
hang mit weiteren Vorrichtungen zur Behandlung der Sub- 55 
strate kann so ein Wenden der Substrate, mit dem zusatzli- 
cher apparativer Aufwand sowie ein damit verbundenes Be- 
schadigungsrisiko fur die Substrate einherginge, vermieden 
werden. 

[0022] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin gelost 60 
durch ein Verfahren zur Identifikation eines Substrates, ins- 
besondere eines Halbleiterwafers, mit mindestens einer 
Idendfikadons markierung, die sich in vorgegebener Lage zu 
einer Posidonsmarke an der Randzone des Substrates befin- 
det, bei dem 65 
das Substrat um eine Drehsachse gedreht wird, 
eine wahrend der Drehung des Substrates durch dessen 
Randzone beeinfluBte Lichtintensitatsanderung in Zuord- 
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nung zur Lage der Positionsmarke bewertet wird, 
aus dem Verlauf der Intensitatsanderung die Ist-Lage der 
Idendfikadonsmarkierung bestimmt wird und daraus eine 
StellgroBe fur einen Korrekturdrehwinkel um die Drehachse 
zur Ausrichtung der Idendfikadonsmarkierung in bezug auf 
den Erfassungsbereich sowie eine StellgroBe fur eine Kor- 
rekturbewegung zur Veranderung der Position des Erfas- 
sungsbereiches in bezug auf die Drehachse bzw. in bezug 
auf die Ist-Lage der Identifications markierung berechnet 
wird, 

anhand dieser StellgroBen die Ausrichtung des Erfassungs- 
bereich reladv zur Ist-Lage der Idendfikadonsmarkierung 
vorgenommen wird und die 

die Information der Idendfikadonsmarkierung ausgelesen 
und weiterverarbeitet wird. 

[0023] Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht ein 
schnelles und einf aches Auslesen einer Idendfikadonsmar- 
kierung an einem Substrat. Vorzugsweise wird dieses Ver- 
fahren mit der erfindungsgemaBen Anordnung oder einer ih- 
rer weiteren Ausgestaltungsformen eingesetzt 
[0024] Bevorzugt wird dabei ein OCR-iesbarer Code aus- 
gelesen. Die hierzu erforderlichen Aigorithmen sind allge- 
mein bekannt und bedurfen daher fur den Fachmann keiner 
weitergehenden Erlauterung. 

[0025] Die Korrekturbe wegung fur den Erfass ungsbereich 
reladv zu der Drehachse erfolgt bevorzugt durch eine aus- 
schlieBliche Bewegung des Erfassungsbereiches. Fur einen 
besonders einfachen Ausgleich der Lageabweichung wird 
eine translatorische Bewegung ausgefuhrt, die bevorzugt in 
einer einzigen Langsrichtung vorgenommen wird. 
[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen naher erlautert. Die zugehorigen Zeich- 
nungen zeigen in 

[0027] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines ersten 
Ausfuhrungsbeispiels einer Anordnung zur Identifikation 
eines Substrates, 

[0028] Fig. 2 eine raumliche Ansicht der Anordnung aus 
Fig. 1, wobei ein DrehteUer zum Halten des Substrates so- 
wie dessen Antriebseinrichtung nicht dargestellt ist, und in 
[0029] Fig. 3 eine Ansicht entsprechend Fig. 2 eines zwei- 
ten Ausfuhrungsbeispiels einer Substrat-Identifikationsan- 
ordnung. 

[0030] Das erste Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 1 und Fig* 2 
zeigt eine Anordnung 1 zur Identifikation eines flachenhaf- 
ten Substrates S. das eine kreisformige Grundform besitzt. 
An dem AuBenumfang des Substrates S ist eine Kerbe K 
ausgebildet, die als Positionsmarke dient. Die Lage der 
Kerbe K an dem Substrat S ist genau bekannt, so daB das 
Substrat S sowie auf diesem befindliche Strukturen mittels 
der Kerbe K zu einem beliebigen Koordinatensystem ausge- 
richtet werden konnen. Anstelie der Kerbe K konnen als Po- 
sitionsmarke auch andere Formen vorgesehen sein, welche 
iiber eine geometrischcharakteristische Randform an dem 
Substrat S einen Bezugspunkt definieren. So kann anstelie 
der Kerbe K beispielsweise auch ein geradlinig abgeflachter 
Randabschnitt oder eine definierte Unrundheit als Positions- 
marke vorgesehen sein. 

[0031] In dem dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel ist das 
Substrat S ein Halbleiterwafer mit einem Durchmesser in 
der GroBenordnung von 300 mm. Jedoch ist die Identifikati- 
onsordnung auch zur Handhabung von Wafern mit kleineren 
oder groBeren Durchmessern geeignet. Das Substrat S weist 
weiterhin eine Identifikationsmarkierung I auf, die eine indi- 
vidueiie Kennzeichnung des Substrates S darstellt. Diese 
Identifikationsmarkierung I ist in einem randnahen Bereich 
des Substrates S angeordnet und beansprucht lediglich einen 
geringfugigen Abschnitt der Flache des Substrates S. Ubli- 
cherweise besteht die Identifikationsmarkierung I aus einer 
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Buchstaben- und Ziffernkombination sowie gegebenenfalls 
weiteren Schriftzeichen. 

[0032] Diese Identifikationsmarkierung soli nun in effi- 
zienter Weise mit der Identifikationsanordnung 1 gefunden 
und geiesen werden. 5 
[0033] Dazu weist die Identifikationsanordnung 1 einen 
Drehteller 2 auf, der von einer Antriebseinrichtung 3 um 
eine Drehachse A drehbar ist. Auf dem Drehteller 2 wird das 
zu identifizierende Substrat S abgelegt, wobei es auf eine 
exakt konzentrische Ausrichtung des Substrates S zu der io 
Drehachse A nicht ankommt. Vielmehr kann eine Lageab- 
weichung Ar zwischen der Drehachse A und einer Mittel- 
achse M des Substrates S toleriert werden. Der Toleranzbe- 
reich erfaBt dabei die bei einem grob zielgerichteten Able- 
gen des Substrates S auf dem Drehteller 2 iiblicherweise 15 
auftretenden Lageabweichungen zwischen der Mittelachse 
M und der Drehachse A. Auf eine bestimrnte Lage der 
Kerbe K kornmt es beim Auflegen ebenfalls nicht an. 
[0034] Weiterhin umfafit die Identifikationsanordnung 1 
eine Beleuchtungsquelle 4 sowie eine Empfangseinrichtung 20 
5 zum Messen der Lichtintensitat. Die Empfangseinrichtung 

5 ist dabei so angeordnet, daB der Rand des auf dem Dreh- 
teller 2 abgelegten Substrates S bei einer Drehung des Dreh- 
tellers 2 um die Drehachse A das von der Empfangseinrich- 
tung 5 erfaBte Licht beeinfluBt. Ist das Substrat S nicht ko- 25 
axial zu der Drehachse A auf dem Drehteller 2 abgelegt, so 
wird an der Empfangseinrichtung 5 ein von dem Positions- 
winkel des Substrates S in bezug auf die Drehachse A ab- 
hangiger, sch wan ken der Intensitatsverlauf registrierL 

[0035] Bei einer vollstandigen Umdrehung ergibt sich fur 30 
den Intensitatsverlauf eine sinusformige Kurve, deren Am- 
plitude charakteristisch fur die Lageabweichung des Sub- 
strates 2 in bezug auf die Drehachse A ist. Bei einem Durch- 
gang der Kerbe K zeigt der Intensitatsverlauf einen deutli- 
chen Peak. Anhand dieses Peaks sowie der Amplitudendif- 35 
ferenz und beispielsweise der Lage der Amplitudenmaxima 
und -minima der sinusformigen Schwingung laBt sich die 
Ist-Lage des Substrates 2 in bezug auf ein Koordinatensy- 
stem des Drehte tiers 2 rechnerisch bestimmen. Eine Verbes- 
serung bei der exakten Besdmmung der Lage der Kerbe K 40 
erhalt man durch Differenzbildung des gemessenen Intensi- 
tatsverlaufs mit einer die sinusformige Grundschwingung 
im Bereich des Peaks fortsetzenden Approximationskurve. 
[0036] Ist die exakte Lage der Kerbe K des zu identifizie- 
renden Substrates S bekannt, so laBt sich damit die Ist-Lage 45 
der Identifikationsmarkierung I mittels einer in der Zeich- 
nung nicht dargestellten Recheneinrichtung, beispielsweise 
einem Mikrocomputer, berechnen. 

[0037] Zum Ausiesen wird die Identifikationsmarkierung 
I des Substrats S zumindest in die Nahe des Erfassungsbe- 50 
reiches E einer Leseeinrichtung 6 gedreht. Dann wird, so- 
fern notig, die radiale Lageabweichung Ar des Substrates S 
durch eine entsprechende Verschiebung der Leseeinrichtung 

6 ausgeglichen. Die Leseeinrichtung 6 ist hier als OCR-Le- 
ser ausgebildet, mit dem im Erfassungsbereich E der Lese- 55 
einrichtung 6 befindliche Buchstaben, Ziffem und sonstige 
Schriftzeichen identifiziert werden konnen. Wie Fig. 1 zeigt, 

ist dieser Erfassungsbereich E im Verhaitnis zu der Oberfla- 
che des Substrates S sehr klein. Dadurch ist es moglich, die 
erf aB ten Biidinformationen sehr schnell auszuwerten. Der 60 
Erfassungsbereich E wird durch eine Beleuchtung 7 mit ei- 
ner Blende definiert, die der Leseeinrichtung 6, hier einer 
Kamera 8 mit einem Objektiv 9, vorgeordnet ist. 
[0038] Zur Bewegung der Leseeinrichtung 6 auf das Sub- 
strat S zu bzw. von diesem weg ist ein Schlitten 10 vorgese- 65 
hen, der im wesentlichen radial zu der Drehachse A gleitend 
gelagert ist. Hierzu ist an einer Grundplatte 11 eine Fiih- 
rungsschiene 12 vorgesehen, an der der Schlitten 10 geradli- 



nig gefuhrt isL Neben der Fuhrungsschiene 12 ist an der 
Grundplatte 11 weiterhin eine Antriebseinrichtung fur den 
Schlitten 10 vorgesehen, die beispielsweise einen Seiltrieb 
umfaBt. Dazu ist an der Grundplatte 11 ein Antriebsmotor 
13 angeflanscht, der eine Seilscheibe 14 antreibt. Das zuge- 
horige Seil 15 ist an einer ebenfalls an der Grundplatte 11 
gelagerten Umienkroile 16 umgelenkL Weiterhin ist der 
Schlitten 10 mit dem Seil 15 gekoppelt. Anstelle des Seil- 
triebes konnen auch andere Antriebe verwendet werden. 
[0039] Der Schlitten 10 umfaBt eine vertikale Saule 17. 
An dieser ist iiber einen dreheinstellbaren Haltearm 18 die 
Leseeinrichtung 6 so befestigt, daB deren Erfassungsbereich 
E auf ein auf dem Drehteller 2 befindliches Substrat fallt. In 
entsprechender Weise sind weiterhin auch die Beleuch- 
tungseinrichtung 4 und die Empfangseinrichtung 5 an der 
Saule 17 des Schlittens 10 befesdgt. Dabei sind die Beieuch- 
tungseinrichtung 4 und die Empfangseinrichtung 5 zum 
Messen der Lichtintensitat einander in bezug auf ein Sub- 
strat S gegeniiberliegend angeordnet, so daB der Lichtstrahl 
L der Beleuchtungseinrichtung 4 von dem Rand des Sub- 
strates S teilweise unterbrochen wird. 

[0040] Diese gemeinsame Anordnung der Beleuchtungs- 
einrichtung 4 und der Empfangseinrichtung 5 und dem 
Schlitten 10 ermoglicht eine einfache Anpassung der Identi- 
fikationsanordnung 1 an Substrate S mit unterschiedlichen 
Durchmessern. Im Prinzip konnen mit der dargestellten 
Identifikationsanordnung 1 Substrate S unterschiedlichen 
Durchmessers in unmittelbarer Aufeinanderfolge identifi- 
ziert werden. Zur Einstellung auf den jeweiligen Durchmes- 
ser konnen ebenfalls die Beleuchtungseinrichtung 4 und die 
Empfangseinrichtung 5 genutzt werden, indern diese von ei- 
ner maximal von der Drehachse A entfernten Position nach 
innen, d. h. auf das Substrat S zu verfahren werden, bis an 
der Empfangseinrichtung 5 eine Veranderung der Lichtin- 
tensitat beobachtet wird. 

[0041] Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel ist in Fig. 3 dar- 
gestellt. Dieses entspricht im wesentlichen dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel, so daB an dieser S telle lediglich der Unter- 
schied beschrieben wird. Gieiche Bauelemente sind in bei- 
den Ausfuhrungsbeispieien mit den gleichen Bezugszeichen 
versehen. 

[0042] Im Unterschied zu dem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist bei der in Fig. 3 dargestellten Baueinheit aus Grund- 
platte 11 und Schlitten 12 eine zweite Leseeinrichtung 19 
vorgesehen, mit der eine Identifikationsmarkierung auf ei- 
ner zweiten Seite des Substrates S geiesen werden kann. Die 
zweite Leseeinrichtung 19 ist entsprechend der ersten Lese- 
einrichtung 6 ausgebildet und umfaBt ebenso eine Beleuch- 
tung 20, ein Objektiv 21 und eine Kamera 22 zum Erfassen 
OCR-lesbarer Informationen. Im dem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel sind die beiden Leseeinrichtungen 6 und 19 in 
bezug auf ein auf dem Drehteller 2 abgelegtes Substrat S 
einander gegeniiberliegend angeordnet. Damit ist es mog- 
lich, Identifikationsmarkierungen auf beiden Seiten eines 
Substrates S auszulesen, ohne dieses wenden zu mtissen. 
[0043] Im folgenden soli nun kurz die Verfahrensweise 
zur Identification eines Substrates S erlautert werden, wozu 
auf das erste Ausfuhrungsbeispiel Bezug genommen wird. 
[0044] Zur Identification eines Substrates S wird dieses 
zunachst mit seiner Mittelachse M grob zentriert zu der 
Drehachse A auf dem Drehteller 2 abgelegt. Eine exakte 
Ausrichtung der Achsen A und M ist dabei jedoch nicht er- 
forderlich. Auch die Lage der Kerbe K muB dabei nicht be- 
achtet werden. 

[0045] AnschlieBend wird der Schlitten 10 so lange ver- 
fahren, bis der Rand des Substrates S in den Lichtstrahl L 
der Beleuchtungsquelle 4 hineinragt. Werden stets Substrate 
S gleichen Durchmessers untersucht, so wird diese Einstel- 
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lung einmai vorgenommen. 

[0046] Der Drehteller 2 wird nun in Drehung versetzt. 
Wahrend der Drehung wird an der Empfangseinrichtung 5 
die Lichtintensitat in Abhangigkeit des Positions winkeis des 
DrehteUers 2 gemessen. Aus dem fur eine Umdrehung er- 
haltenem Intensitatsverlauf laBt sich nun die Ist-Lage des 
Substrates S auf dem Drehteller 2 genau bestimmen. So 
kann beispielsweise die Lageabweichung aus der AmpUtu- 
denschwankung der gemessenen Grundschwingung des In- 
tensitatsveriaufes ermittelt werden. Aus dem Phasenwinkel 
gegeniiber einem Bezugssystem des DrehteUers 2 kann 
uberdies die Lage des Mitteipunktes M des Substrates S zu 
dem Ortskoordinatensystem des DrehteUers 2 berechnet 
werden. Eine Winkelabweichung des Substrates S in bezug 
auf eine SoU-Lage auf dem DrehteUer 2 wird mit Hilfe des 
durch die Kerbe K verursachten Intensitatspeaks berechnet. 
[0047] Da die Lage einer Identifikationsmarkierung I zu 
der Lage der Kerbe K an dem Substrat S bekannt ist, kann 
mit den dann bekannten Informationen die tatsachUche Lage 
der Identifikationsmarkierung I berechnet und gezielt mit 
dem Erfassungsbereich E der ersten Leseeinrichtung 6 bzw. 
einer gegebenenfaUs vorhandenen zweiten Leseeinrichtung 
17 in Uberlappung gebracht werden. Eine Winkelabwei- 
chung wird dabei durch eine Drehung des DrehteUers 2 um 
die Achse A ausgegUchen. 

[0048] Die aus der Lageabweichung Ar resultierende Ab- 
weichung hingegen wird durch eine Verschiebung des Er- 
fassungsbereiches E kompensiert, wozu der SchUtten 10 in 
entsprechender Weise bewegt wird. Vorzugsweise erfolgt 
die Winkelkorrektur gleichzeitig mit der translatorischen 
Korrektur durch den SchUtten 10. Diese Vorgehens weise hat 
den Vorteil, daB auch sehr kleine Identifikationsmarkierun- 
gen I schnell aufgefunden werden konnen, ohne da8 hierzu 
eine Relativbewegurig zwischen dem Substrat und dem 
DrehteUer 2 notig ware. 

[0049] Uberdies kann aufgrund der genauen Ansteuerung 
der Identifikationsmarkierung I der Erfassungsbereich E 
sehr klein gewahlt werden, wodurch wiederum der Berech- 
nungsaufwand zur Auswertung der in dem Erfassungsbe- 
reich E gelesenen Informationen gering bleibt. Insgesamt 
liiBt sich damit eine sehr hohe Identifikationsgeschwindig- 
keit verwirkUchen. 

Bezugszeichenliste 



1 Identifikationsanordnung 

2 DrehteUer 

3 Antriebseinrichtung 

4 Beleuchtungseinrichtung 

5 Empfangseinrichtung 

6 Leseeinrichtung 

7 Beleuchtung 

8 Kamera 

9 Objektiv 

10 SchUtten 

11 Grundplatte 

12 Fiihrungsschiene 

13 Antriebsmotor 

14 Seilscheibe 

15 Seil 

16 Umlenkrolle 

17 Saule 

18 Haltearm 

19 zweite Leseeinrichtung 

20 Beleuchtung 

21 Objektiv 

22 Kamera 
A Drehachse 
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E Erfassungsbereich der Leseeinrichtung 

I Identifikationsmarkierung 
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L Lichtstrahl 
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Ar Lageabweichung 

Patentanspruche 
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1. Anordnung zur Identifikation eines Substrates (S), 
insbesondere eines Haibleiterwafers, mit mindestens 
einer Identifikationsmarkierung (I), die sich in vorge- 
gebener Lage zu einer Positionsmarke an derRandzone 
des Substrates (S) befindet, umfassend: 

einen DrehteUer (2) zum Drehen eines darauf abgeleg- 
ten Substrates (S) um eine Drehachse (A), 
eine BeieuchtungsqueUe (4) und eine Empfangsein- 
richtung (5) zum Bewerten der Intensitat des von der 
BeieuchtungsqueUe (4) ausgehenden Lichtes, wobei 
BeieuchtungsqueUe (4) und Empfangseinrichtung (5) 
so angeordnet sind, daB die Randzone des Substrates 
(S) bei dessen Drehung die auf die Empfangseinrich- 
tung (5) treffende Lichtintensitat beeinrluBt, 
eine Einrichtung (6) zum Lesen der Identifikationsmar- 
kierung (I) mit einem Erfassungsbereich (E), der ledig- 
Uch einen Teilbereich des auf dem DrehteUer (2) abge- 
legten Substrates (S) erfaBt, wobei die Position des Er- 
fassungsbereichs (E) relativ zur Drehachse (A) veran- 
derbar ist, und 

eine Recheneinrichtung, die aus den wahrend der Dre- 
hung ermittetten Intensitatsanderungen 
eine SteUgroBe fiir einen Korrekturdrehwinkel um die 
Drehachse (A) zur Ausrichtung der Identifikationsmar- 
kierung (I) in bezug auf den Erfassungsbereich (E) so- 
wie 

eine SteUgroBe fur eine Korrekturbewegung zur Veran- 
derung der Position des Erfassungsbereiches (E) in be- 
zug auf die Drehachse (A) bzw. in bezug auf die Ist- 
Lage der Identifikationsmarkierung (I) berechnet und 
an eine SteUeinrichtung ausgibt. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leseeinrichtung (6) in Abhangigkeit der 
Ist-Lage der Identifikationsmarkierung (I) in Richtung 
auf die Drehachse (A) und von dieser weg bewegbar 
ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leseeinrichtung (6) auf einem SchUtten 
(10) mit Geradfiihrung angeordnet ist. 

4. Anordnung nach einem der vorgenannten Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Identifikations- 
markierung einen OCR-lesbaren Code beinhaltet und 
die Leseeinrichtung (6) zur Erkennung solcher Codes 
ausgelegt ist. 

5. Anordnung nach einem der vorgenannten Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Leseeinrichtung 
(6, 19) zum Lesen von mehreren, auf einander gegen- 
ubertiegender Seiten des Substrates (S) angebrachten 
Identifikationsmarkierungen (I) ausgebildet ist. 

6. Anordnung nach einem der vorgenannten Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Beieuchtungs- 
queUe (4) und die Empfangseinrichtung (5) derart ein- 
ander gegeniiberUegend angeordnet sind, daB bei der 
Drehung des DrehteUers (2) die Randzone eines auf 
dem DrehteUer (2) abgelegten Substrates (S) in den auf 
die Empfangseinrichtung (5) gerichteten Lichtstrahl 
(L) hineinragt 

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
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net, daB die Beleuchtungseinrichtung (4) und die Emp- 
fangseinrichtung (5) gemeinsam zum Drehteller (2) hin 
und von diesem weg bewegbar sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Empfangseinrichtung (5) und die 5 
Beleuchtungseinrichtung (4) gemeinsam mit der Lese- 
einrichtung (6) auf dem Schlitten (10) angeordnet sind. 

9. Verfahren zur Identification eines Substrates (S), 
insbesondere eines Halbleiterwafers, mit mindestens 
einer Identifikationsmarkierung (I), die sich in vorge- 10 
gebener Lage zu einer Positionsmarke an der Randzone 
des Substrates (S) befindet, bei dem das Substrat (S) 
um eine Drehsachse (A) gedreht wird, 

eine wahrend der Drehung des Substrates (S) durch 
dessen Randzone beeinfluBte Lichtintensitatsanderung 15 
in Zuordnung zur Lage der Positionsmarke bewertet 
wird, 

aus dem Verlauf der Intensitatsanderung die Ist-Lage 
der Idendfikationsmarkierung (I) bestimmt wird und 
daraus eine SteEgroBe fur einen Korrekturdrehwinkel 20 
um die Drehachse (A) zur Ausrichtung der Identifikati- 
onsmarkierung (I) in bezug auf den Erfassungsbereich 
(E) sowie eine StellgroBe fur eine Korrekturbewegung 
zur Veranderung der Position des Erfassungsbereiches 
(E) in bezug auf die Drehachse (A) bzw. in bezug auf 25 
die Ist-Lage der Identifikationsmarkierung (I) berech- 
net wird, 

anhand dieser StellgroBen die Ausrichtung des Erfas- 
sungsbereich (E) relativ zur Ist-Lage der Identifikati- 
onsmarkierung (I) vorgenommen wird und die 30 
die Information der Identifikationsmarkierung (I) aus- 
gelesen und weiterverarbeitet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB in Abhangigkeit von der Ist-Lage der Identifi- 
kationsmarkierung (I) eine Korrekturbewegung fur den 35 
Erfassungsbereich (E) zur Drehachse (A) hin oder von 
dieser weg berechnet und veranlaBt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Identifikationsmarkierung (I) ei- 
nen OCR-lesbaren Code beinhaltet. 40 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Drehung um den Kor- 
rekturdrehwinkel zur Ausrichtung der Identifikations- 
markierung (I) in bezug auf den Erfassungsbereich (E) 
und die Korrekturbewegung zur Veranderung der Posi- 45 
tion des Erfassungsbereiches (E) in bezug auf die 
Drehachse (A) bzw. in bezug auf die Ist-Lage der Iden- 
tifikationsmarkierung (I) gleichzeitig erfolgen. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Korrekturbewegung als 50 
eine geradlinige Bewegung ausgefuhrt wird. 
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